[Fl)  SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT ~ @ Int.Cl: GUIB  5/30
Wmmm BUNDESAMT FUR GEISTIGES EIGENTUM G11B 5/42

Erfindungspatent fiir die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

@ PATENTSCHRIFT as

624 504

@) Gesuchsnummer: 10911/77 @ Inhaber:
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und Miinchen,

Miinchen 2 (DE)

@ Anmeldungsdatum:  07.09.1977

@0 Prioritat(en): 11.05.1977 DE 2721201 @ Erfinder:
Dr. Winfried Berghof, Taufkirchen (DE)
Alfred Pichler, Miinchen 60 (DE)

@9 Patent erteilt: 31.07.1981
@ Patentschrift @ Vertreter:
veroffentlicht: 31.07.1981 Siemens-Albis Aktiengesellschaft, Ziirich

69 Verfahren zur abschliessenden Bearbeitung der magnetischen und nichtmagnetischen Schichten einer
integrierten Magnetkopfstruktur.

@ Fiir die abschliessende Bearbeitung der die Spur-

breite bestimmenden Breite der magnetischen und
nichtmagnetischen Schichten (3, 4) der Polstiicke einer
integrierten Magnetkopfstruktur werden die nichtabzu-
tragenden Bereiche durch eine Maske (6, 7, 8) abgedeckt
und die zu entfernenden Bereiche mittels Ionenbeschuss
abgetragen. Zur Erreichung guter Kiihlung und gleich-
méssigen Abtragens der Schichten wird die Maske (6, 7,
8) parallel zu den magnetischen und nichtmagnetischen
Schichten (3, 4) angeordnet und der Ionenbeschuss er-
folgt senkrecht zu der Ebene dieser Schichten.
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Verfahren zur abschliessenden Bearbeitung der die Spur-
breite bestimmenden Breite der magnetischen und nichtma-
gnetischen Schichten (3, 4) in der Néhe der dem Aufzeich-
nungstriger im Betrieb gegeniiberstehenden Stirnflache bei 5
einer auf einem Substrat (9) befindlichen integrierten Magnet-
kopfstruktur mit einer Vielzahl von diinnen magnetischen,
nichtmagnetischen, isolierenden und elektrisch leitenden
Schichten (3,4 bzw. 1) durch teilweisen Abtrag der urspriing-
lich breiteren magnetischen und nichtmagnetischen Schichten 10
mittels Ionenbeschuss, wobei die nichtabzutragenden Bereiche
durch eine Maske (6, 7, 8) abgedeckt sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maske (6, 7, 8) parallel zu den magnetischen
und nichtmagnetischen Schichten (3,4) angeordnet wird und
der Ionenbeschuss senkrecht zu der Ebene dieser Schichten
und damit senkrecht zur Substratebene (9) erfolgt.
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Die Erfindung befasst sich mit der Herstellung integrierter
Magnetkopfstrukturen und bezieht sich auf ein Verfahren zur 5
abschliessenden Bearbeitung der die Spurbreite bestimmenden
Breite der magnetischen und nichtmagnetischen Schichten in
der Nihe der dem Aufzeichnungstriger im Betrieb gegeniiber-
stehenden Stirnfliche bei einer auf einem Substrat (9) befindli-
chen integrierten Magnetkopfstruktur mit einer Vielzahlvon 55
diinnen magnetischen, nichtmagnetischen, isolierenden und
elektrisch leitenden Schichten (3, 4 bzw. 1) durch teilweisen
Abtrag der urspriinglich breiteren magnetischen und nichtma-
gnetischen Schichten mittels lonenbeschuss, wobei die nichtab-
zutragenden Bereiche durch eine Maske (6, 7, 8) abgedeckt
sind.

Da es erhebliche Schwierigkeiten bereitet, Strukturen, die
nur 20 pm oder weniger breit sind, durch Aufdampfen oder
Aufstiuben der entsprechenden Materialien mit Hilfe von
Lochmasken mit ausreichender Genauigkeit zu erzeugen, ist
durch die DT-OS 26 00 630 ein Verfahren bekannt geworden,
bei dem die Magnetschichten einer integrierten Magnetkopf-
struktur zunéchst auch in der Gegend der spiteren Stirnebene
breiter ausgebildet werden, als es der angestrebten Spurbreite

o

entspricht. Es ist deshalb notwendig, in einem weiteren Arbeits- 4,

gang die Breite der Magnetschichten an dieser Stelle zu redu-
zieren, was jedoch mit grosser Genauigkeit vor sich gehen
muss. Andererseits ist es fiir die Erzielung des besten elektro-
magnetischen Wirkungsgrades wichtig, die grésstmogliche

Breite der magnetischen Schichten an den Stellen beizubehal- .

ten, an denen sie den Stapel von leitenden Schichten fiir die Bil-
dung von Magnetkopfwicklung umfassen.

Es ist bekannt, hierbei in folgender Weise vorzugehen:
Feinbearbeitung der Stirnfliche, Abdeckung derjenigen

Bereiche, die nicht abgetragen werden sollen, durch Aufbrin- 5,

gen einer Maske auf die Stirnfliche und Ionenbeschuss senk-
recht zur Stirnflache.

Durch den Ionenbeschuss werden die den hochbeschleunig:
ten Ionen getroffenen Stellen stark aufgeheizt. Um eine Uber-

hitzung der empfindlichen magnetischen Schichten zu vermei- s;

" den, konnte die Magnetkopfstruktur wihrend der Bearbeitung
dadurch gekiihlt werden, dass das Substrat auf eine gute wiir-
meleitende wassergekiihlte Platte aufgelegt wird. Das bereitet
jedoch Schwierigkeiten, wenn der Ionenbeschuss senkrecht
zur Stirnfliche erfolgt. Eine weitere Schwierigkeit entsteht
dadurch, dass die Abtragungsraten der die Polstiicke bildenden
Schichten unterschiedlich sind. Als Folge davon werden die
magnetischen Schichten und die dazwischenliegenden nicht-
magnetischen Schichten verschieden tief abgetragen.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, Mass-
nahmen anzugeben, die die Kiihlung des Substrates wihrend
der Bearbeitung erleichtern und die durch die unterschiedliche
Erosionsgeschwindigkeit der magnetischen und nichtmagneti-

30

1]

69

schen Schichten auftretenden Schwierigkeiten vermeiden.

Diese Aufgabe wird gemiss der Erfindung dadurch gelost,
dass die Maske (6, 7, 8) parallel zu den magnetischen und nicht-
magnetischen Schichten angeordnet wird und der Ionenbe-
schuss senkrecht zu der Ebene dieser Schichten und damit
senkrecht zur Substratebene (9) erfolgt.

Figur 1 zeigt schematisch eine integrierte Magnetkopf-
struktur und Figur 2 eine Maske zur Durchfiihrung des erfin-
dungsgemissen Verfahrens.

Figur 1 zeugt als Beispiel schematisch eine auf einem Sub-
strat 9 angeordnete, aus einer Vielzahl von diinnen Schichten
gebildete integrierte Magnetkopfstruktur. Sie besteht aus einer
Magnetkopfwicklung 1 mit ihren Anschliissen 2 und den Pol-
stiicken 3,4 von denen nur das Polstiick 3 sichtbar ist, da das
Polstiick 4 unter dem Polstiick 3 liegt und unter der Magnet-
kopfwicklung 1 hindurchgefiihrt ist. Die Magnetkopfwicklung
1 mit ihren Anschliisse 2 besteht aus parallel zur Zeichen-
ebene verlaufenden, auf dem Substrat angeordneten, abwech-
selnd aus elektrisch leitenden und isolierendem Material beste-
henden Schichten. Die Magnetkopfwicklung 1 mit ihren
Anschliissen 2 ist aber in dem vorliegenden Zusammenhang
von untergeordneter Bedeutung. Die Polstiicke 3 und 4 beste-
hen in bekannter Weise aus ebenfalls parallel zur Zeichenebene
liegenden, iibereinander auf dem Substrat angeordneten
magnetischen und nichtmagnetischen Schichten. Diese magne-
tischen und nichtmagnetischen Schichten der Polstiicke 3,4
werden zunéchst bis zur spéteren, hier senkrecht zur Zeichen-
ebene liegenden Stirnfliche 5 und dariiber hinaus durchgehend
mit der Breite L hergestellt (s. strichpunktierte Linien). Erst in
einem weiteren Arbeitsgang wird die Breite der magnetischen
Schichten in der Néhe der dem Aufzeichnungstriger im
Betrieb gegeniiberstehenden Stirnfléche 5, d.h. die Spurbreite,
auf den Betrag 1 reduziert. Es ist bekannt, hierbei in folgender
Weise vorzugehen:

Feinbearbeitung (Polieren) der Stirnfliche 5, einschliesslich
des Substrates 9, Abdecken derjenigen Bereiche, die nicht
abgetragen werden sollen, durch Aufbringen einer Maske auf
die Stirnfliche und lonenbeschuss senkrecht zur Stirnfliche 5.
Dabei soll die vorgegebene Spalthohe wenigstens anndhernd
bis zu einer Entfernung T von der Stirnfliche von mindestens
5 pm eingehalten werden.

Zur Vermeidung der oben erwihnten Schwierigkeiten bei
der bekannten Verfahrensweise, wie starke Aufheizung der von
den hochbeschleunigten Ionen getroffenen Stellen und
dadurch evtl. Uberheizung der empfindlichen magnetischen
Schichten bzw. unterschiedlich starkes Abtragen der die Pol-
stiicke bildenden Schichten, wird gemiss der vorliegenden
Erfindung die Maske (6, 7, 8, Fig. 2) parallel zu den magneti-
schen und nichtmagnetischen Schichten angeordnet und der
Ionenbeschuss erfolgt senkrecht zu der Ebene dieser Schichten
und damit senkrecht zur Substratebene 9.

Die Figur 3 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel fiir eine Loch-
maske 8. Der Abstand der beiden Locher 6 und 7 entspricht der
vorgegebenen Spurbreite. Anstatt eine separate Lochmaske zu
verwenden, kann auch die ganze Magnetkopfstruktur mit Aus-
nahme der abzutragenden Bereiche mit einer als Lochmaske
wirkenden Titanschicht bedeckt werden, die bei geeigneter
Wabhl der Abtragungsparameter durch den Ionenbeschuss nur
wenig angegriffen wird.

Durch die vorgeschlagenen Massnahmen wird erreicht,
dass die Nachbearbeitung der Polenden 3,4 entsprechend der
vorgegebenen Spurbreite gleichzeitig in einem Arbeitsgang an
einer Vielzahl von Magnetkopfstrukturen, die auf einem
gemeinsamen Substrat in Zeilen und Spalten angeordnet sind,
vorgenommen werden kann. Erst danach werden die Magnet-
kopfstrukturen einzeln oder in Sitzen (zur Herstellung von
Mehrspurképfen) aus dem Gesamtverbund herausgeldst. Nun-
mehr werden auch die Stirnflichen geschliffen und poliert.
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